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În acest capitol vor fi prezentate următoarele subiecte:

1.1 Domeniu

1.2 Scop

1.3 Clasificarea

1.4 Definiţia Cerinţelor

1.4.1 Criterii de Acceptare
1.4.1.1 Condiţia Obiectiv
1.4.1.2 Condiţia Acceptabilă
1.4.1.3 Condiţia Defect
1.4.1.3.1 Tratarea
1.4.1.4 Condiţia Indicator de Proces
1.4.1.4.1 Metodologiile de Control ale Procesului
1.4.1.5 Condiţii Combinate
1.4.1.6 Condiţii Nespecificate
1.4.1.7 Proiecte Speciale

1.5 Termeni şi Definiţii

1.5.1 Orientarea Plăcii
1.5.1.1 *Faţa Principală
1.5.1.2 *Faţa Secundară
1.5.1.3 Faţa Sursă a Aliajului
1.5.1.4 Faţa Destinaţie a Aliajului
1.5.2 *Lipitura Rece
1.5.3 Distanţa de Izolare Electrică
1.5.4 Tensiune Înaltă
1.5.5 Aliaj Intruziv
1.5.6 *Solubilizare
1.5.7 Menisc (Componentă)
1.5.8 *Land Nefuncţional
1.5.9 Pin-în-Pastă
1.5.10 Diametrul Firului
1.5.11 Înfăşurare Excesivă a Firului
1.5.12 Înfăşurare Suprapusă a Firului

1.6 Exemple şi Ilustraţii

1.7 Metodologia de Inspecţie

1.8 Verificarea Dimensiunilor

1.9 Măriri Optice Ajutătoare

1.10 Iluminarea

If a conflict occurs between the
English and translated versions
of this document, the English
version will take precedence.

În cazul apariţiei unei contradicţii
între versiunea engleză şi altele
ale acestui document, versiunea
engleză va avea prioritate.

1.1 Domeniu

Acest standard este o colecţie de reprezentări vizuale
de cerinţe de calitate acceptabilă pentru ansamblurile
electronice.

Acest document prezintă cerinţele de acceptare pentru
fabricarea de ansambluri electrice şi electronice. În
trecut, standardele electronicii de asamblare conţineau
mai mult colecţii de tutoriale multilaterale care vizau
principii şi tehnici. Pentru o înţelegere mai bună
şi completă a cerinţelor şi recomandărilor acestui
document, se poate folosi acest standard împreună
cu IPC-HDBK-001, IPC-AJ-820 şi IPC J-STD-001.

Criteriile din acest standard nu sunt în mod deliberat
prezentate pentru a defini acţiuni de realizare a proceselor
de asamblare şi nici nu sunt elaborate pentru autorizarea
de reparaţii/modificări sau schimbări ale unui produs al
clientului. De exemplu, existenţa criteriilor pentru adezivul
de fixare al componentelor nu presupune/autorizează/
cere utilizarea adezivului de fixare, prezentarea înfăşurării
unui fir în sensul acelor de ceasornic pe un terminal nu
presupune/autorizează/cere ca toate terminalele/firele
să fie înfăşurate în aceiaşi direcţie.

Utilizatorii acestui standard ar trebui să fie bine informaţi
despre cerinţele aplicabile ale acestui document şi cum
să fie aplicate.

Dovezile obiective ale demonstrării cunoaşterii acestor
informaţii ar trebui să fie menţinute. Acolo unde dovezile
obiective nu sunt disponibile, organizaţia ar trebui
să efectueze o verificare periodică a îndemânărilor
personalului în aplicarea corectă a criteriilor vizuale.

IPC-A-610 are criterii în afara domeniului descris în IPC
J-STD-001, definind cerinţe de manipulare, mecanice
şi alte lucrări manuale. Tabelul 1-1 prezintă concis
documentele asociate.

1 Acceptabilitatea Ansamblurilor Electronice

Prefaţă
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